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深圳市易天自动化设备股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

 

投资者关系活动

类别 

 

特定对象调研 ☐分析师会议 

 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

 

☐现场参观 

 

☐其他电话会议 

形式 现场     ☐网上    ☐电话会议 

参与单位名称及

人员姓名 

华福证券：卢大炜先生  

中邮基金：沈路遥先生      

时间 2025 年 7 月 9 日（星期三）10:00-11:30 

地点 深圳市易天自动化设备股份有限公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

副总经理、董事会秘书：王亚丽女士 

证券事务代表：莫凤艳女士 

 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、介绍公司概况 

简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、整体经营情况、核

心优势及未来发展规划等情况。 

二、与现场投资者互动交流 

交流互动环节主要涉及的问题及回复如下： 

1、请问公司 2024 年年度业绩下降，2025 年一季度收入业绩增



长的原因有哪些方面？ 

答:2024 年度，公司实现营业总收入约 3.9 亿元，归属于上市公

司股东的净利润约-1.09 亿元，公司营业收入下滑，主要是部分客户

产线投产进度放慢、验收周期延长所致；同时，公司基于谨慎性原则，

根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，充分计提坏账准备，

2024年度内公司计提信用减值损失和资产减值损失合计8,550.20万

元，对利润端影响较大。 

2025 年第一季度，公司实现营业总收入 1.40 亿元，同比上升

89.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,008.55 万元，同比上

升 250.81%。公司今年一季度实现营业总收入和净利润的双增长，主

要是较去年同期可验收订单金额增加且毛利率有所提升；同时，公司

应收账款回款增加以及账龄迁徙综合影响，部分信用减值回冲；此外，

一季度公司通过提升内部管理效率等措施，期间费用有所缩减。整体

来看，公司现有在手订单及发出商品较充裕，持续经营稳健。 

2、公司 LCD 设备的研发近年来有哪些突破？ 

答:公司持续加大了研发投入力度，巩固公司在平板显示专用设

备行业的优势地位，积极向新型显示、半导体设备领域拓展。在 LCD

显示设备领域，公司中大尺寸模组组装设备的整线技术能力进一步提

升，推出了 88 寸、100 寸及 130 寸清洗偏贴脱泡整线。公司在 LCD

显示领域实现后道模组段全覆盖，已具备 130 寸以下整线组装能力，

同时储备了向更大尺寸整线制造迈进的技术能力。 

3、公司在 VR/AR/MR 显示设备领域的技术储备情况以及市场主

要客户有哪些？ 

答：公司已经推出了 Micro OLED（硅基 OLED）晶圆显示偏光片

贴附设备、PF 膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备、光机

组装设备、全自动化检测类设备等，已基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段

中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备。相关设备已经获得了

视涯科技、歌尔股份、芜湖微显、梦显科技、熙泰科技等客户订单。 



4、随着京东方和维信诺等面板巨头投资建设 8.6 代 AMOLED 生

产线，公司在此有哪些相关生产线布局？上半年中标的京东方项目

情况如何？ 

答:在柔性 OLED 显示设备领域，公司主要设备类型包括柔性偏贴

设备、贴合设备、AOI 检测设备、脱泡设备、出货膜和制程膜设备等

设备。公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，已经与包

括京东方、维信诺、深天马、华星光电等国内柔性面板制造厂商建立

了良好合作关系。 

公司已中标京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，订单金额尚未

达披露标准。 

5、您好，公司控股子公司微组半导体目前的经营情况如何？在

光模块领域的拓展情况有何进展？ 

答:2024 年度，微组半导体实现收入较上年同期增长超 21%。微

组半导体研发推出的 Mini LED 灯带返修设备填补了民用消费级产品

市场的空白，Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显

示模组生产制造。同时，微组半导体在医疗器械设备方面自主研发推

出了探测器模块微组装生产线，在 IGBT 设备方面推出了专用贴片机；

在 Chiplet 专用设备方面以倒装贴片技术为核心不断提升产品性能，

涵盖了 Dipping/TCB/USC/覆膜等工艺，相关产品可用于 SIP（系统级

封装）、MEMS 器件、射频器件、微波器件和混合电路的微组装，已

取得了日月新半导体、高通、香港科技大学等客户订单。 

微组半导体的微组装设备可应用于部分光模块的部分器件组装

工序，设备精度已满足 100G 的精度。公司将持续提升产品精度，在

800G/1.6T 的精度方向加大研发力度。相关产品已获得客户订单。 

6、您好，当前国家政策鼓励企业重组并购，公司是否有意向进

行产业并购延伸业务，把公司做大做强？ 

答:公司持续高度关注市场环境和政策导向，积极关注产业链上

下游优质企业，探索包括并购重组在内的各种方式，协同公司业务，



整合优质资源，推动公司长期持续高质量发展。后续，公司如有并购

重组计划，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 

本次接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严

格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准

确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年7月9日 

 


